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投资者关系活动记录表

证券简称：德邦科技         证券代码：688035        编号：2026-002
	投资者关系活动
类别
	[bookmark: OLE_LINK3]□特定对象调研       □分析师会议
□媒体采访           □业绩说明会
□新闻发布会         □路演活动
□现场参观           ☑其他(线上会议、策略会)

	参与单位名称
及人员姓名
	[bookmark: _GoBack]天风证券、中泰证券、招商证券、华西证券组织的线上电话会和策略会

	时间
	2026年2月23日-3月2日

	地点
	线上电话会、券商策略会

	上市公司接待人员
姓名
	公司董事会办公室总监：战世能

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、请简单介绍一下公司主营业务、各业务板块占比情况以及相关客户情况？
答：公司主营电子封装材料，产品广泛应用于集成电路、智能终端、新能源、高端装备四大应用领域。其中集成电路产品包括：固晶系列产品（含固晶胶、固晶膜）、UV膜系列产品（含减薄膜、划片膜产品）、热界面材料（含导热垫片、导热凝胶、相变化材料、液态金属等）以及底部填充胶、AD胶等先进封装材料，主要客户包括国内主流芯片设计公司、封测企业以及组装厂；智能终端涉及产品众多，普遍应用于手机、耳机、Pad、笔电、智能手表、智能眼镜、车载电子、机器人等终端产品及相关领域，主要客户包括国内外头部智能终端品牌商以及相关代工厂、国内部分头部汽车品牌商以及相关供应链厂商等；新能源板块公司主要涉及锂电和光伏两部分业务，其中锂电主要涉及材料为应用于动力电池和储能电池电池包内部的结构导热材料，目前该业务公司处于行业领先地位，产品主要供给宁德时代、比亚迪、国轩、亿维等国内头部电池厂商，光伏业务主要产品为叠瓦导电胶、基于00B技术的UV胶以及少量其他光伏封装材料；高端装备产品主要应用于汽车轻量化的结构粘接、轨道交通、矿山机械等领域。
公司各业务板块均呈现增长态势，其中集成电路板块占总收入的16-17%；智能终端板块占总收入的26%-27%；新能源板块占总收入的50%左右；高端装备板块占总收入的6%-7%。从近两年以及未来发展趋势来看，集成电路和智能终端板块占比呈明显提升态势，新能源板块占比将呈现下降的趋势，高端装备板块增速相对平稳。

2、 请介绍一下目前公司所涉及的集成电路封装材料的竞争格局情况？
答：公司在集成电路封装领域相关产品主要市场份额目前仍主要由日韩、欧美等友商占据，整体国产化率较低，近几年公司持续加大研发投入，新的产品、新的应用持续获得突破，但目前市场份额仍处于较低水平。集成电路板块作为公司技术引领的核心板块，未来公司将持续加大投入力度，通过内生发展加外延式扩张等手段强化核心竞争力，抢占市场份额。

3、请具体介绍一下公司热界面材料业务情况？
答：公司导热界面材料目前已经成为公司重要的支柱业务之一，在收入、利润方面均有较大的贡献。公司导热界面材料主要由深圳德邦界面、苏州泰吉诺两个子公司负责，两个子公司在产品应用定位上略有区别。深圳德邦界面产品广泛应用于消费电子、汽车电子、存储、通讯、新能源等领域，并在汽车电子、存储等高附加值领域持续突破；泰吉诺产品主要应用于服务器领域，同时也应用于消费电子、汽车电子、通讯等领域。

4、请介绍一下公司光伏叠瓦导电胶产品情况？对比传统串焊技术，光伏叠瓦技术具备什么优势？
答：公司的光伏叠晶材料可以为光伏电池提供粘接、导电、降低电池片间应力等功效，是实现光伏叠晶封装工艺、实现高导电性能、高可靠性的关键材料之一。目前，该产品主要应用于高效屋顶光伏、高效地面光伏电站等领域。
对比串焊技术，叠瓦组件方案可在相同面积的情况下大幅提升发电效率，生产出的太阳能组件为高效能太阳能组件；同时叠瓦技术属于柔性连接，在抗隐裂、抗震动、抗老化方面更具备优势，另外叠瓦组件外观更美观，能够更好的适配光伏屋顶、光伏幕墙等领域。 

5、请介绍一下公司光伏叠瓦导电胶客户情况？
答：公司叠瓦导电胶是多年稳定出货的成熟产品，公司也一直是该产品的主要供应商。目前公司该产品主要供给北美客户，并处于稳定增量的过程中，但其2025年收入占公司整体收入比例较低。

6、请问公司对叠瓦组件技术在太空光伏上的应用是如何理解的？公司产品是否应用于太空光伏？
答：近期我们也关注到市场上关于叠瓦技术在太空光伏上应用的探讨，我们也通过公开渠道进行了学习和了解。作为叠瓦技术相关材料的供应商，我们会持续关注相关产业的发展，紧抓行业发展带来的业务机会。
[bookmark: OLE_LINK1]截至目前，公司叠瓦导电胶主要应用于高效屋顶光伏、高效地面光伏电站等领域，尚未应用于太空光伏领域。相关材料的应用尚处于与北美客户的技术探讨和交流阶段，公司产品能否得以在太空光伏应用存在不确定性。


	附件清单（如有）
	无



